
2025年第7期

No. 7, 2025
MODERN SCIENCE

今日科苑

1

作者简介：作者简介：	李锦华，中山大学集成电路学院党委副书记、讲师，研究方向为高等教育。

提升集成电路人才自主培养质量的创新路径

李锦华
（中山大学集成电路学院，广东深圳 518107）

集 成 电 路 是“ 工 业 粮 食 ”， 关 乎 国 家 核 心 竞

争力与信息安全。面对新一轮科技革命和产业变

革以及集成电路产业的快速发展，党和国家对高

质量卓越集成电路人才的迫切需求前所未有。据

预测，2025 年，我国集成电路产业人才缺口将达 

30 万［1］。此外，目前我国高校的集成电路人才培

养与产业实践之间存在落差。人才数量上的短缺

特别是质量上的结构性失衡，已成为我国集成电

路产业发展的关键瓶颈。必须依托国家既定政策，

以刀刃向内的改革破除人才培养困局，构建以“产

业真需求”为牵引、以“能力真提升”为核心的

新型集成电路人才培养范式。

1　现状与问题：集成电路人才培养的深

层结构性矛盾

近 年 来， 国 家 高 度 重 视 集 成 电 路 人 才 培 养，

在交叉学科门类下设立了“集成电路科学与工程”

一级学科，布局了 28 所国家示范性微电子学院［2］、

20 个国家集成电路人才培养基地［3-5］、8 个国家

集成电路产教融合创新平台［6］，实施了“卓越工

程师教育培养计划 2.0”等，旨在通过深化产学合

作、创新教学模式，培养适应科技产业变革的集

成电路人才。然而，在政策红利下，集成电路人

才培养的“最后一公里”仍存在三大突出矛盾：

一是在运行机制上，产教“两张皮”与政策

要求“深度融合”之间的冲突矛盾。产教深度融

合，是培养高质量集成电路人才的重要路径。然而，

目前的校企合作多为“点状”项目，多数合作仍

停留在参观实习、设备捐赠等浅层互动，未能形

成“体系化”共生机制。企业参与人才培养的内

生动力不足，企业导师投入有限，教学过程与产

业真实问题脱节。

二 是 在 资 源 整 合 上， 知 识 结 构“ 陈 旧 断 裂 ”

与产业技术“快速迭代”之间的壁垒矛盾。高校

学科壁垒未能有效打破，课程创新滞后，教学内

容追赶既定技术而非引领前沿，对 Chiplet、存算

一体、第三代半导体等前沿趋势反应迟缓。教材

更新周期长，课程体系仍以传统设计、工艺划分，

“知识孤岛”现象依然存在。计算机、电子信息、

微电子、物理、材料等关联学科在教学中彼此割裂，

缺乏贯穿材料、器件、封测、设计、软件的系统

级视野。

三 是 在 目 标 导 向 上， 实 践 环 节“ 真 空 虚 拟 ”

与能力要求“真刀真枪”之间的差异矛盾。“流片”1

成本高昂，先进 EDA 工具与工艺平台获取困难，

导致学生实践停留在仿真与过时技术节点。实践

的“真空虚拟化”导致学生缺乏使用先进 PDK、

参与全流程设计、处理实际工程问题的经验，创

新能力与解决复杂问题能力不足。

doi：10.3724/j.issn.1671-4342.20250061

1 流片（英文：Tape Out），是芯片设计和芯片量产的中间环节，是指将设计好的集成电路（IC）布局转换成实际的物理芯片的过程，就像流

水线一样，通过一系列工艺步骤制造芯片。
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2　路径与举措：构建持续优化的集成电

路人才培养共同体

要破解上述矛盾，打破高校与产业界之间这

堵无形的“墙”，亟需从“管理思维”转向“赋能

思维”，构建一个能够自我演进的生态系统，即以

国家战略为引领，以产业需求为牵引，以高校育

人为基础，以平台资源为支撑，形成闭环反馈、

持续优化的集成电路人才培养共同体。

一是深化产教融合，从“松散合作”走向“利

益共生”。共建“集成电路未来技术学院”，赋予

其在招生、师资、培养模式上更大自主权；推行

“校企双首席教授”制，共同负责专业方向规划与

核心课程建设。建设“技术攻关共同体”，以解决

产业实际问题为突破点，激发企业参与动力，将

企业面临的真实技术难题拆解为学生的“毕业设

计项目池”或“学期挑战项目”，以企业典型复杂

工程问题和优质技术资源反哺创新人才培养。打

造“师资旋转门”，深化校企导师协同育人，一方

面开展专任教师企业挂职计划，助力教师提升工

程实践能力；另一方面在高校设立“产业研究员”

岗位，吸引企业顶尖技术专家带薪到高校工作一

至二年，深度参与教学与科研。

二是重构课程体系，从“知识灌输”走向“能

力建构”。迭代更新课程体系，完善模块化教学体

系，设立“前沿技术动态模块”，将行业技术路线

图、顶级会议（ISSCC、IEDM）最新论文、产业

白皮书等内容，快速转化为短期课程或专题研讨

会，确保知识前沿性。强化“系统级思维”训练，

整合不同学科知识，形成多元化技术课程层，设

立跨学科项目，要求学生组队完成包含软硬件协

同设计的微型系统芯片（SoC）定义与实现。推广

“开源芯片生态”进课堂，将 RISC-V 等开源架构

与相关 EDA 工具链纳入教学主干道，降低创新门

槛，培养学生底层优化与架构创新能力。

三是打通实践瓶颈，从“模拟仿真”走向“一

线实战”。强化“国家产教融合创新平台”的公共

服务职能，将其打造为人才培养的“国家流片银行”

和“共享工具池”；设立专项基金，为优秀学生设

计项目提供 MPW 流片支持；集中采购并云端化部

署高端 EDA 软件，向成员高校师生开放。推行“研

习一体”模式，将研究生和高年级本科生嵌入国家

科技重大专项、重点研发计划等科研任务中，在“真

课题、真环境、真压力”下锤炼工程能力。建立

“创新能力认证”体系，由行业协会、龙头企业与

高校共同制定能力标准和联合开展评定，对学生

在流片成功、设计竞赛、开源贡献等方面的成果 

给予认证，使其成为就业市场上的“硬通货”。

提升我国集成电路人才自主培养质量，是一

项紧迫的战略任务和多层次多维度的系统工程，

必须要以问题为导向，以创新为驱动，强化政策

联动、设立专项激励、营造创新文化，用改革的

勇气打破体制机制障碍，才能真正构建起支撑我

国集成电路产业自主可控、可持续发展的高质量

人才梯队。
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